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【手続補正書】
【提出日】令和1年9月25日(2019.9.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３６】
　第１形態３００では、サセプタ１２０は、予熱リング３２６の厚さＴ１に実質的に等し
い厚さＴ１を含む。さらに、予熱リング３２６の表面３７８は、サセプタ１２０の表面１
２９と実質的に同一平面上にある。第１形態３００では、隙間３２５は、サセプタ１２０
の形態係数を増加させるために比較的大きく、その結果、ＳＯＩウエハのエッジとサセプ
タの縁との間の温度勾配を減少させ、ウエハのスリップを減少させる。
【手続補正２】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図１
【補正方法】変更
【補正の内容】
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